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Application

« Grattez la plus grande partie du TIM avec un morceau de
plastique rigide

« Nettoyez la surface avec une lingette TIM

 Laissez agir 1 a 2 minutes

= Appliquez une petite quantité de Akasa Thermal Compound
sur la surface propre du chipset

« Répartissez soigneusement le composé sur toute la surface
du chipset a l'aide de la spatule fournie. Remarque : un film
mince est idéal - un supplément de composé n‘améliorera
pas les performances.

« Le dissipateur thermique ou le refroidisseur est maintenant
prét a étre installé.

Données techniques

* Couleur : gris

* Viscosité : 6,000,000 (mPa.s/ 22°C)

« Conductivité thermique : 5.2 W/mK

¢ Plage de fonctionnement : -50°C ~ 250°C
 Résistance thermique : 0.04 °C-cm?W @ 60 psi

AVERTISSEMENT
= Garder hors de la vue et de portée des enfants
- Eviter le contact avec les yeux ou ne pas ingérer

Anwendung

* Kratzen Sie den gréBten Teil des TIM mit einem Stuck steifen
Kunststoff ab

* Reinigen Sie die Oberflache mit dem TIM Tuch

« 1-2 Minuten einwirken lassen

* Tragen Sie eine kleine Menge Akasa Thermal Compound auf
die saubere Oberflache des Chipsatzes auf

o VVerteilen Sie die Paste mit dem mitgelieferten Spreizer
vorsichtig auf der gesamten Oberflache des Chipsatzes.
Hinweis: ein dinner Film ist ideal - zusatzliche Paste wird die
Leistung nicht verbessern.

* Der Kuthlkérper oder Kiihler ist nun bereit fur den Einbau.

Technische Daten

e Farbe: Grau

= Viskositat: 6,000,000 (mPa.s/ 22°C)

* Warmeleitfahigkeit: 5.2 W/mK

* Betriebsbereich: -50°C ~ 250°C

* Thermischer Widerstand: 0.04 °C-cm*W @ 60 psi

WARNUNG
* AuBerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren
* Kontakt mit den Augen oder Verschlucken vermeiden

Aplicacion

= Raspe la mayor parte del TIM con una pieza de plastico rigido

* Limpie la superficie con la toallita limpiadora TIM

« Deje actuar entre 1-2 minutos

« Aplique una pequefia cantidad de Akasa Thermal Compound
en la superficie limpia del chipset

* Extienda cuidadosamente el compuesto en toda la superficie
del chipset usando el esparcidor incluido. Nota: una pelicula
fina es ideal: anadir mas compuesto no mejorara el
rendimiento.

« El disipador térmico o refrigerador esta listo para la aplicacion.

datos técnicos

* Color: gris

 Viscosidad: 6,000,000 (mPa.s/ 22°C)

* Conductividad térmica: 5.2 W/mK

* Rango de operacion: -50 °C ~ 250 °C

* Resistencia térmica: 0.04 °C-cm*W @ 60 psi

ADVERTENCIA
« Mantener fuera de la vista y del alcance de los nifios.
« Evite el contacto con los ojos o la ingestion.

Aplicacdo

« Retire o excesso de pasta térmica antiga com um pedago de
pléstico rigido

e Limpe a superficie com o TIM Wipe

« Deixe por 1-2 minutos

= Aplique uma pequena quantidade de Akasa Thermal
Compound na superficie limpa do chipset (CPU, GPU)

= Espalhe cuidadosamente o composto por toda a superficie do
chipset usando o espalhador incluso.
Nota: uma camada fina é ideal - Excesso de composto ndo
melhorara o desempenho.

« O dissipador de calor ou o resfriador esta pronto para
instalacao.

Dados técnicos :

e cor: cinza

e Viscosidade: 6,000,000 (mPa.s/ 22° C)

» Condutividade térmica: 5.2 W/mK

¢ Temperatura de operagdo: -50 ° C ~ 250 ° C
e Resisténcia térmica: 0.04 °C-cm?W @ 60 psi

AVISO
= Manter fora da vista e do alcance das criangas
e Evite contato com os olhos ou ingestao

Cnoco6 HaHeceHus

= Cocko6nuTe 60/blUyto YacTb TIM KYCKOM XEeCTKOro nnacTuka

« QunCTUTE NOBEPXHOCTL MpUnaraemMoi cangeTkoit

« OcTaBbTe Ha 1-2 MUHYTbI

* HaHecuTe HeEMHOro TepmokomnayHaa Akasa Ha YUCTYHO NOBEPXHOCTb
yunceta

« OCTOPOXHO pacnpejenuTe KOMMayHz Mo BCeii NOBEPXHOCTH YunceTa
C NOMOLLbI0 NpunaraeMoro wnarens.

= MpuMeyaHyie: B Uaeane XenarenbHo NONy4UTb OYeHb TOHKWIA CNoii —
NNWHWIA KOMMayHA He yny4lmnT Npon3BoanTeNbHOCTb

- PaAmaTop nnu oxnagutenb Tenepb rotos K yCTaHOBKe

TexHWyeckue gaHHble

© LiBeT: cepblii

« BA3KOCTb: 6,000,000 (mfMa-c npu 22°C)

* TeNNONPOBOAHOCTL: 5.2 BT/(M-K)

« pabounii gnanasoH: -50°C ~ 250°C

= Tennosoe conpotuenexue: 0.04°C-cm?/BT npu 60 ¢./kB.4.

OMACHO
« XpaHuTe Gatapen B HeJOCTYNHOM /N5t leTeil MecTe.
« He fonyckaiite KOHTaKTa ¢ rnasamu.

AK-T565-5G
2021.01.V1



fER%E

c BOWTSRFYIRTTIMZRIRERRDBIDERD %9

- TIM7A 7 TREZHERDET

. 1~2HREBLEY

o SERGF vy NEEA Akasa Thermal Compound ZA&EAL
EX3

- ABOANSEFEBLTF vy hORELHEANDV/NTY REBD K
FIER EWRRICEHR I 2ONEEIN T, I/ REE RS
THMEREFE ELEE A,

e INTE—I IV /0 —F5—%BRBETEET,

fs3(igan:

cEBIJL—

- #:E: 6,000,000 (mPa.s/ 22°C)
- BEGE: 5.2 W/mK

- B{ERE: -50°C ~ 250°C

- fitgtiE: 0.04 °C-cm?/W @ 60 psi

f-2-3
=

&
- BFESHOFOEMRVEFICRE L TIEEN
 RAIAATED BICASBVESICLTLEEWN

Rz
- FIEERIREIE XS TIM
- ATIME ERiGERE
- 512550
- %/ & Akasa Thermal Compound & Z&ET SIS HARE
- {EFIRERR ORI T ST Y AR ET AR RE -
I RIFREEN—F - SAFRASHASREHR -
© BIR] RAEHIARBAE o

BAREIE

- Hifa I kK&

- #4i% : 6,000,000 (mPa.s/ 22° C)
« SHZRH 5.2 W/mK

- TEREERE 50" C~250° C
~ $BH : 0.04° C-cm?W @ 60 psi

BE

- BREREEE LTINS EE
- B SHEERER A

AK-T565-5G
2021.01.V1



